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内容概要

　　《电子产品制造技术》是根据国家大力恢复制造业的号召，劳动力市场对应用型技术人才的需求
，教委关于推动高校生产实习基地建设、提高生产实习教学质量的文件精神编写的。
《电子产品制造技术》从电子产品制造技术的实际出发，介绍常用电子元器件和材料、印制电路板的
设计与制作、表面装配技术、整机的结构及质量控制、生产线的组织与管理等。
全书共分八章，每章均附有思考与习题。
通过学习这些内容，有助于读者掌握生产操作的基本技能，又能够站在工艺工程师和工艺管理人员的
角度认识生产的全过程，充分了解工艺工作在电子产品制造过程中的重要地位。
　　《电子产品制造技术》的特色之一，是在深圳市有关部门和企业的大力支持下拍摄制作、随本书
发行的2张VCD教学影片《电子产品制造技术》，它解决了SMT设备投资巨大、一般院校无力购置且
现代化电子企业难以接受参观、实习的问题，对传统的电子工艺实训方法具有普遍推广的意义。
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作者简介

　　王卫平，北京联合大学副研究员，多年从事电子工艺和电子产品制造技术的研究，在电子产品研
发和生产工艺方面积累了相当的经验。
曾获发明专利1项和实用新型专利2项，发表论文数篇。
1997年7月出版的《电子工艺基础》和2003年9月出版的《电子工艺基础（第2版）》，被多所高等院校
选作教材，其中论据被许多论文和书刊所采用。
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